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—rmmamemnET

Las masas adheslves se emplean ceda vez en
meyor escala pars el recubrimiento de etiquetas,
bandas adhesivas, ldminas decorativas y art{culos
similares. Los pegamentos liquidos, en parte ain

empleados, o los recubrimientos rehumectables, se
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sustituyen cada vez mds por masas autoadhesivas..

Las masas adhesivas, para ello empleadas, deben
tener olertas propiedades determinadas: ademds de una.
buena pegajosidad superficial deberd darse una cohe-
sién lo mds alta posible del recubrimiento. El pega-
mento por adhesidén deberd tener buena estebilidad e la
luz, ox{geno y humedad y la pegajosidad se debers man-
tener constante a través de un mérgén de temperaturas
lo més amplio posible, es decir, a temperaturas bajas
deberd existir adn uns buena pegajosidad superficisl y
a temperaturas mds altas no debe decaer considerablemen
te la cohesidn. | | .

Las soluciones de caucho tienen amplie eplicecidn,
cono masas adhesivas, en el terreno de los pegamentos
por adhesién. El elastdémero, en si no pegajoso, se vuel
ve adhesivo por la adicidn de resinas que le hacen pe— -
gajoso. Las mesas a base de caucho tienen una buena pg |
gajosidad superficial y una elevada cohesidén. Su estabi
lidad al envejecimiento deja sin embargo mucho por Qo=
sear: las ldminas adhesivaa transparentes preparadas :
con ellos amarillean répidamente ¥ su fuerza de adhesién;ﬁ
disminuye.

- Mejor estabilidad al envejecimiento la muestran
los adhesivos que se oomponen de polimeroa de acrilato.
Los polf{meros se emplean como soluciones o como disper-

siones. También en los poliacrilatos, una buena pegajo

sidad superficial y una elevada cohesidn, son condicio=
nes previaes para su utilidad como adhesivos. ILa alts
cohesién solo se da con un peso molecular relativamente

alto del polimero.
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En lag soluclones de adhesivos un elevado peso
molecular del polimero significa sin embargo que prac-
ticamente sdlo ee pueden preparar y elsborar soluciones
con reducida concentracidn, y esto resulta desventejoso:
Al hacer un suministro se ha de enviar simultansamente
mucho disolvente, con reducida concentracidn frecuente-
ments no se puede aplicar la cantidad de sustancia sdli
da necesarie en un solo proceso de trabajo y en la pre-
paracidén de revestimientos autoadhesivos sobre sustra-
tos laminares se ha de evaporar mucho disolvente. Tales
dificultades no se presentan en los pegamentos por adhe
sién a base de isoclanato conocidos. En estos se mez-
clan soluciones de concentracién relativamente alta de
polimero de bajo peso molecular, que'contienen grupos
hidroxilo, antes de su aplicacidn, con soluciones de

igoclanatos polivalentes. De esta manera se presenta

una reticulacidén o enlace de los polimeros que contienen

grupos hidroxilo bajo un fuerte aumento del peso molecu
lar y oon ello de la cohesién de los adhesivos. Lo deg
ventajoso 63 aqui el que se trate de un sistema de dos
obmponentes que, en estado mezclado, solo se pusden elg
borar durante un tiempo limitado y que gelifican rdpida
mente. Una parads larga en las mdquinas de recubrimien
to puede ser por lo tanto el origen de costosos traba-
jos de limpieza. Ademds, por razones fisioldégicas, algu
nas veces no se desean elaborar isocianatos para los ad~
hesivos, ante todo cuando el producto finai 88 ha de po~
ner en contacto cont la piel humana.

Finalmente, el peso moleculer de los polimeros

de los pegamentos por adhesidén se puede aumentar median
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te una retioulacién térmica si se emplean copolimerbs
que contengan grupos metilol o grupos metilol etarados.
Para lograr una velocidad de reticulacién suficiente, a
las temperaturas ain posibles para la aplicacién, qs'ng
cesario que el oopblimero ademds de los grupos metilol,
o bien los grupos metilol eterados, contenge ademds ul-
teriores grupos activos, por ejemplo, grupos carboxilo.
El mimero de los grupos metildlicos o bien gru-
pos metiloléter contenidos en el polimero, con presencia
simultanea de grupos carboxilo, es sin embargo limitado,
ya que con mayores contenidos durante la obtenoidn .de
los ﬁolimeroe ya se presenta una reticulasoidn indeseads.
Ademds, debido a una reticulacidén prematura es limitada’
la estabilidad al almacenamiento de las soluciones de
adhesivo, que contienen polimeros con grupos doido y
grupos metilol, a temporstura ligeramente elevada.

Se ha desocubierto shors que se pueden obtener
ventajosamente revestimientos auwtoadhesivos, mediante
aplicacidén de peliculas delgadas de polimeros de éster
acrflico autoadhesivo, en caso dado en mezcle con di- -
solventes pare los polimeros de éster acrflico, sobre
las superficies de sustratos laminares y evaporacidn de
los disolventes, en caso dado empieados simultaneamente,
sl sobre las superficies se aplican hezclas'de
(A) copolimeros de

(2) 0,3 a 10 % en peso de dcidos modo- o dicarbo-
x{licos monolefinicamente insaturados, conte-
niendo de 3 a 5 dtomos de carbono, o mondmeros
de vinilo conteniendo cemo mfnimo 1 grupo hi-

'droxilo; con
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(b) heste un 99,7 % en peso de acrilatos alquilicos
con grupos alquilo conteniendo de 6 a 12 &tomos
de carbono

(¢) 0 & 60 % en peso de ésteres de 4cidos carbox{li
cos, olefinicamente insaturados,; conteniendo de
4 a 7 dtomos de carbono y

(2) 0 & 10 % en peso de ulteriores monémeros oleff-
nicamente lnsaturados, .

(B) 0,5 a 8 % en peso, referido a la cantidad de los co-

polimeros (A), de resinas de melamina~formaldehido y,

en casgo dado,

(C) disolventes orgénicos, en los cuales son solubles los

copolimeros (A) y las resinas (B),

los disolventes (C) en caso dado empleados se evaporan y
el revestimiento se celienta, en caso dado, durante la
evaporacién de los disolventes (C), a una temperatura de
50°C como minimo. ' '

Los copolimeros (A) se pueden obtener en la forma
usual, preferentemente por polimerizacidén en solucidn de
los mondmeros (a) y (b) asi como, en caso dado, (¢) y (d).
Tiepen por lo general valores K de 20 a 90, preferentemen
te de 45 a 80. Como dcidos mono- & di-carbox{licos ole-
f{nicaemente insaturados los copolimaros (a), pueden con-
tener copolimerizado, por ejemplo; acido acr{lico, dcido
metacrilico, dcido maleico, acido fumérico, dcido itacd- _
nico y/o dcido croténico, asi como éstores alquilicos g-
cidos del dcido maleico, fumdrico o itacénico, asi como
dcidos mono- y/o dicarbox{licos o ,P ~olefinicamente in-
saturados, que contienen de 3 a 5 dtomos de carbono, o

los monoalquildsteres de tales dcidos dicarboxflicos, que,
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en la mayorfs de los casos, contienen de 1 a 4 dtomos

de carbono en el resto alquilico. De especial interds
son el doido acrflico, dcido crotbénico y dcido itacdni-
co.

Como mondmeros de vinilo, que contienen:.como: mi-
nimo un grupo hidroxilo, entren por ejemplo en conside-

racidn el dcido acrilico y metacrilatos de alcanodioles

que, preferentemente, contienen de 2 a 4 dtomos de car-

bono, tales como acrilato y metacrilato de stilenglicol,
monoacrilato y monometacrilato de 1,4-butanodiol-y aori-
lato de P-hidroxipropilo, asdeméds, buten-i-dicl=-3,4 6 vi
niltiocetanol. Ia centidad de mondmeros (a) asciende pre
ferentemente a 1~5 % en peso, referido a la totalided de
los mondmeros. Por lo general se emplean mondmeros (a)
que contienen solo grupos carboxilo o grupos hidroxilo.”.

Para la obtencién de los copolimeros (A) se pueden
emplear aorilatos alquilicos de cadena recta o remifica-
da, conteniendo de 6 a 12 dtomos Ge carbono en los‘grupos-
alquilo, tales como acrilato de n-hexilo, acrilato de n-
octilo, acrilato de isooctilo, scrileto de 2-etilhexilo,
acrilato de n-decilo y, sdemds, acrilato de n-dodecilo.
De especial interés son los acrilatos con 8 dtomos de
carbono en el resto alquilo. Ie proporoién de mondmeros
(b) en los copolfmeros (A) asciende, en la mayorfa de
los casos, a mds de un 30 % en peso, preferentemente a
un 40 £ en peso como minimo.

Haste wn 60 % en peso de los mondmeros empleados

pare la obtencién de los copolfmeros (A), pueden ser ég
teres de dcidos cerbox{licos monolefinicamentevinsatura—

dos conteniendo de 4 a 7 dtomos de carbono, por ejemplo,
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acetato de vinilo, propionato de vinilo y n-butirato de
vinilo y/o acrilato y metacrilato de metilo, morilato
¥y metacrilato de etilo y acrilato de n-butilo. ‘Finalmeg
te, los copolimeros (A) pueden contener ademas, copolime
rizado, haste un 1C % en peso de otros mondmeros olefini
cemente insaturados, por ejemplo, estireno, emidas de dci
dos mono~- y/o dicarboxilicos d,P -olefinicemente insatu-
rados conteniendo de 3 & 5 dtomos de carbono, tales como
especialmente scril- y metscrilamide, nitrilos de gcidos
carbox{licos o, P -olefinicemente insaturados, contenien—
do en la mayorfa de los caesos 3 - 4 dtomos de cerbono, ta
les como especialmente acrilonitrilo, N-vinil-lasctamas,
tal como especialmente N-vinilpirrolidona y/b N-vinileca~-
prolactama; asl como, ademds, dcidos sulfénicos olefini-
camente inssturedos, tales como especialmente el écido vi
nilsulfdnico.

Como resinas (B), se pueden emplear las resinas
de melamiﬁa-formaldehido usuales que preferentemente sean
solubles en disolventes orgénicos. Tales resinss (B) es-
tén, por ejemplo, descritas en el libro de Wegner-Sarx
"Laokkunstharze" 58 edicién 1971, Haenser-Verlag Minchen,
péginas 71 a 76, que por le presente formen perte de 1o
oonocido, Bilen adecuadas son especialmente aguellas resi

nas Ge melemina~formeldehido que se han obtenido en la

‘forma usual por reaccién de sproximadamente 1 mol de me-

lamina con sproximademente 4 moles de formaldehido y'ultg
rior eterifiocacidn con slcanoles inferiores, conteniendo
en la mayorfa de los casos de 1 a 6, especialmente de 2
s 4 dtomos de cerbono, teles como especialmente etanol,

n-butanol e isobutancl.
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Si las nuevas masas adhesivas se fabrican emplean
do copolimeros (A) de peso molecular relativemente bajo,
cuyos valores K se encuentran en la zona de 20 a 50, es-
recialmente entre 30 y 40, entonces, en muchos casos, no
es necesario emplesr simultaneamente los disolventes or-
géniooé (C), ya que tales copolimeros (A), por lo gene-
ral, son fluidos o aplicsbles a brocha a temperatufa an-
biente o ligersmente mds elevada. Tales copolfmeros (A)
se pueden emplear, por lo tanto, en mezcla con las resi-
nas (B), sin la adicidén de disolventes (C), pars la ob-
tencidén de los revestimientos segin la presente invencidn.
En algﬁnos casos puede ser tembién ventasjoso, al utilizer
tales copolfmeros (4) de bajo peso molecular, emplear si-
multanesmente reducidas centidades de disolventes (C).

Frecuentenente, en el procedimiento de la presen—
te invencidn, se emplean los copolimeros (A) y las resi-
nas (B) en forma dé una solucidn en disolventes orgdnicos
(C), especialmente cuando los copolimeros (A) tienen unos
valores K superiores a 40, especialmente de 40 a 70 o mds,
es decir, hasta 90. Como disolventes (C) entran en consi
deracibn, ante todo, los ésteres carbox{licos liquidos,
tales camo acetato de etilo y acetato de n-butilo, las ce
tones, tales como acetons, dlmetilcetons y ciclohexsnonsa,
los hidrocarburos arométicos, tales como benceno, tolue-—
no y xilenos, los hidrocarburos lfquidos elifdticos y el
cloalifaticos, tales como las fracciones de bencina con
puntos de ebullicidn entre 50 y 150°C, especialmente en—
tre 60 y 100°C, ciclohexano, asi como los &teres, tales

como dioxano, tetrahidrofurano y di-terc.butiléter o sus

mezcles. De especial interds como disolventes psra las
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muevas mases adhesivas, son el acetato de etilo, ciclo~
hexano y las mezclas de ascetona con bencine del mergen
de ebullicién de 60 2 95°C.

El contenido en disolvente en las masas achesi-
vas, que contienenvdisolvente,-se encuentrs. frecuenteﬁeg
te en la zona de 30 a 60, especiclmente de 4C a 50 % en
peso de disolvente (C) referido s la suma de los pesos
de (A), (B) y (C). Tales masas adhesivas, que contienen
disolventes, se pueden obtener, por ejemplo, de solucio-

nes de los copolimeros (A) en disolventes orgdnicos (C),

. tal y como se obtienen .en la obtencidn de los copolime-

ros (A) por polimerizscidén en solucién de los mondmeros,
por ejemplo, mezclandolos o temperatura smbiente con las
resinas (B) o soluciones de las resinas (B) en disolven~
tes orgdnicos (C). Tales soluciones de adhesivo se pue-
den almacenar durante meses y siguen siendo elaborables.
Les masas de adhesivo, o bien sus soluciones en disolven
tes orgénicos (C), no debersn contener, referido a la
cantidad de copolimero (A), méds de un 8 % en peso de las
resinas (B) ya que con un mayor contenido en resina (B)
se reduce ls pegajosiéad de la superficlie de los revestl-
mientos autoadhesivos reticuledores. Si bien tales solu-
ciones, que contienen més de un 8 % en peso de resina (B),
referido al copolimero (A); por lo general no son adecue—
das como adhesivos sl son adecuados como aglutinentes ocul
tos.

En el nuevo procedimiento, lss masas de adhesivo,
o bién las soluciones de las mases de adhesivo, de la clg
se menclonade, sa ap}ioan en le forme usual gobre la sue

perficie de sustratos leminares bajo desarrollo de peli~-



10.

15

20.

25.

30.

404774

culas delgadas. Siempre gue los revestimientos conten
gan disolventes (C) se evaporaran estos en la forma
usual, por ejemplo, por calentamiento a temperaturas

que en la mayoria de los casos se encuentren entre 50 y
200°C, especialmente entre 50 y 150°C y/o bajo presidén
més reducida. Siempre que se calienta a temperaturas de
SOOC como minimo se presenta uns resccidén de reticula-
cidén entre los copolimeros (A) y las resinas (B). Siem-
pre que en el recubrimiento de los sustratos leminares
no se empleen simultanesmente disolventes (C), o los di-
solventes se evaporen a temperaturas por debajo de los
50°C bajo presidn reducida, se calentard el revestimien—
to, después de su aplicacidn, o bien después de eveporar
el disolvente (C), 2 une temperature de 50°C como mfnimo,
preferentemente e una temperaturse de 70°C como minimo,
especialmente de 70 a 150°C. Tembién es ventajoso en al
gunos cesos un calentamiento de los revestimientos a tem
peraturas més elevadas, por ejemplo, de 180 a 200°C. El
calentamiento de los revestimientos, que en caso dado con
tienen disolvente, se puede efectuer en la forms usual,
por ejemplo, mediante soplado por encima con aire celiep
te y mediante radiacidén con reyos ultrarrojos. Por lo
genersl es suficlente, pars uns reticulacidn de los com-
ponentes (A) y (B), un breve calentemiento, es decir de
pocos segundos hasta algunos minutos. En la zona de tem
peratura desde unos 50°C hasta unos 70% puede ser en al
gunos casos ventajoso realizar el calentamiento durante
varias horas o, en casos raros, durante algunos dfes. El
contenido en resina (B) de las masas de adhesivo asciende

preferentemente a 1 - 5 % en peso, referido al copolime~-
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ro (4).

Une ventaje especiel del nuevo procedimiento es
la gran estegbilidad sl almacensmiento de las nuevas ma~
sas de adhesivo que, en ceso dedo, contienen disolven-
te ¥y qué se emplean como zsdhesivos de un solo componen—
te. No se necesitan por lo tanto incdmodes instalscio-
nes de dosificecién y mezcle en las mdquinas de recubrir
y se pueden emplear, por lo tanto, maquinas recubridoras
que sean de construccidén més sencilla y menos propenses
a averias. En especial no se presentan en el nuevo pro-

cedimiento, como en los procedimientos conocidos, averias

" por una reticulacidén prematura y gelificacidén de las ma-

sas de recubrimiento, que pudieran dar origen a costosos
trabajos de limpleza.

Segin el nuevo procedimiento, se pueden dotar las
estructuras usuales leminares con revestimientos de masas
de adhesivo, por ejemplo, bandas de papel o ldminas, por
e jemplo, de polietileno, polipropileno, cloruro de poli-
vinilo, tereftalato de polietilenglicol y poliestireno
que, en la mayorié de los cesos, reciben en su lado tra-
sero un recubrimiento de materiaeles sobre los cuales se
adhieren mal las masgsas adhesivas.

" Como sustratos laminares entran tembién en consi-
deracidn los vellones delgados de fibrss minerales o tex
tiles, asi como 1los revestimientos de pisos textiles y
los vellones de revestimientos de pisos, por ejemplo, a
base de vellonas agujeteados, léminas gruesas de cloruro

de polivinilo o madera, asi como ademds parquet de madera.

Pars enjuiciasr las propiedades de adhesidn de las

estructuras laminares, que segin el nuevo procedimiento se



5.

10.

15.

20.

25.

30.

404774

dotan de revestimientos autoadhesivos, se recubren en

los ejemplos siguientes ldminas de tereftalato de poli-
etilenglicol de manera que el revestimisnto, despuds de
secar, tenga un espesor de 25 fu (correspondiente a una
aplicacidn de 25 g por m2). El disolvente, en caso da-
.do empleado simultanesmente, se evapora a 20°¢ bajo pre
gién reducida. Los valores de adhesidén se determinan
despuds de secer, asi como después de la reticulacidn
térmica. Para comprobar la adhesién superficial se efeg
tla el de lazads y el ensayo de despegado. Para ello
se recorta la lémina, recubierta con adhesivo, en tiras
de ensayo de 2 cm de anchura y estas tiras se almgcenan
en un recinto climatizado a 20°C y un 65 % de humedad re
lativa del aire, durante 24 horas.

En el ensayo de lazada 8e coloca la tira de ensg

yo formando uns lazada y se sujeta en las mordazas de su
jecldén de uns mdquine de rasgar. La capa adhesiva se en
cuentra aqui en el lado exterior de la lazada. En las
mordazas inferiores de la mdquina de rasgar asienta hori
zontalmente una chape cromada de alto brillo sobre la que
se aplica la lazade a una velocidad de 150 mm/minuto en
ung longitud de unos 5 cm. Se levanta lnmedistamente a
ls misma velocidad y se mide la fuerza que para ello es

naecesario.

En el snsayo de despegado se psegan las tiras Qe

prueba sobre una placa cromada y se despege en paraslelo
a la capa de adhesiyo, es decir, bajo un dngulo de 180°C
¥y se mide la fuerza para ello necesaria. Ia velocidad de
extraccidn asciende a 150 mm/minuto y la medicidn se efeg

tia inmediatemente y 3 dfas despudés de la adhesidn.
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Como medids para la cohesidn de la capa de adhe-

sivo se emplea un ensgyo de clzallamiento. Ias tiras

de ensayo se pegan para e€llo en una chapa cromada, de al
to brillo, en uns superficie de 20 x 25 mm. Ia chapa se
sujeta perpendicwlarmente y el extremo de la tira de ad-~
nesivo se carga con 500 g. Se determina el tiempo hasta
que le adhesidn, bajo una tensidn constante de 500 g, se
haye soltado. Ia medicidn se efectda a 20°C y 50°¢.

Las partes y los porcientos indicados en los ejenm
plos sigulentes se refieren al peso. Los valores K aqui
indicedos se midieron segin H-Fikentscher, Celluloseche-
mie 13 (1932) pés. 58 y 8.

Ejemplo 1

Se prepara en le forma usual para los polimeros de
golucién un copolfmero de 97,2 partes de acrilato de 2-etil
hexilo y 2,8 partes de dcido acrilico. Como disolvente sir

ve una mézcla de mcetons y bencina ligers (margen de ebu-
11licidn 65 a 95°C) en una proporcidn en volumen de 3:7.
El velor K del polfmero asciende a 53.

Despuds de enfriar el preparado de polimerizacidn,
ajustado a un 50 % de contenido en materia sdlida, se agre
ge un 4 % (referido al copolimero) de una resina de mela-
mina-formaldehido eterada en la forma usuel con n-butanol.
la proporcidn molar melamina:formaldehido:butoxilo en la
resina empleada es de 1:4:2.

Con la mezcla de polimero-resina, que contiene di-
solvente, se recubren ldminas de tereftalato de polietilen
glicol. Después de evaporar ol disolvente bajo presidn re

ducida a 20°C se determinan los valores de adhesidn, esi-

mismo despuds de calenter durante 10 minutos a 120°C. Se
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determind lo siguiente:

- 14 -

DeSpgés de secar Después de se-~

a 20°C en vacfo car a 20°C +
sin reticular 10 minutos a
termicamente 120°¢-
Enseyo de lazada 650 g 600 g
Ensayo de despegado in -
mediatamente 1 300 g (X) 900 g (4)
despuds de 3 dfas 1 800 g (K) 1 150 g.(A)
Ensayo de cizallamien-
to a 20°C 2 horas mas de 10 dfas
a 50°0 12 minutos nes de 10 dfas

K = se mide la cohesidén de 1la pelicula de adhesivo-
A = valor ds adhesién
Mediante la reticulacidn térmica se aumenta la co-

hesién de la capa de adhesivo tanto que a continuacidén se
hallan valores de adhesién.
Ejemplo 2

Un copolfmero de 92 partes de acrilato de 2-etil-
hexilo y 8 partes de monoacrilato de 1,4~butanodiol se
prepara en la forma usual en ung mezclas de disolventes
de 4 partes en volumen de tolueno y 6 partes en volumen
de bencina ligera. La bencina ligera tiene un margen de
ebullicidn de 65 a 95°C. El valor K del polimero es de
61. |

Después de enfriar el preparado de polimerizacidn,
que contiene un 50 % de copolfmero, se agrega un 4 % (re
ferido al polimero) de la resina de melamina-formaldehi-
do eterada indicada en el ejemplo 1.

Con esta mezcla se recubren lédminas de tereftala=-

to de polietilenglicol. Después de evaporar el disolven-
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te bajo presién reducida, a 20°C, se determinan los va~
lores de adhesibn, asimismo después de un tratamiento”
térmico durante 10 minutos a 120°C. Se determinaron:

Despues de secar Despues de secar
a 20°C en vacio a 20% 4 10 ming

gin reticular tos a 120°C
termicamente
Ensayo de lazada 1100 g 700 g
Ensayo de despegado
inmedistamente 700 g (K) 650 g (4)
después de 3 dias 1 100 g (K) 750 g (&)
Ensayo de c1za11a—
miento a 20°C 2 minutos mas de 5 dfas
a 50°c - mas de 5 dfas

K = se mide la cohesidn de la pelicula de adhesivo
A = valor de adhesidn
Ensayo comparativo 1

Como comparacidn con los ejemplos 1 ¥y 2 se prepa=-
ra en la forma usual un homopolimero de acrilato de 2-
etilhexilo que no contiene ningdin grupo hidroxilo o bien
carboxilo libre. Unsa mezcla de acetonz y bencina ligera,
en ung proporeidn en volumen de 3:7, sirve como disolven
te. El valor X del polfmero asciends a 53.

Después de enfriar el preparado de polimerizacidn,
que contiene un 50 % de polimero, se agrega un 4 % (refe
rido al polimero) de la resina de melamina-formaldehido
eterada indicada en el ejemplo 1.

Con esta mezcla se recubren ldminas de tereftala-
to de polietilenglicol. Despuéds de evaporar el disolven
te se determinan los valores de adhesidn, asimismo des—

puds de un tratamiento térmico de 10 minutos a 120°C.
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Después de secar Después de secar
a 20°C en vacio & 20°C 4 10 mim

tos a 120°¢
Ensayo de lazada 620 g 600 gV :
Ensayo de despegado o
inmedistamente 380 g (X) 380 g (X)
despuds de 3 dfas 400 g (X) 400 .g (K)
Ensayo de clzallamisnto .
a 20°¢ 2 minutos 2 minutos

En el ensayo comparativo con un polimero sin Zr0~
pos carboxilo o bien grupos hidroxilo no se observa, g
une temperatura més elevada bajo las condiciones. seleccio
nadas, ningdn aumento de la cohesidn.
Ejemplo 3

Un copolimero de 70 partes de acrilato de 2-etil-
hexilo, 28 partes de acetato de vinilo y 2 pertes de dci
do acrilico se prepara en la forma ususl en acetons/ben-
cing como disolvente. ILe proporcidén en volumen de ace-
tona:bencina asciende a 3:7, el velor X del polimero a
70,8.

A la sgolucidn de polimerizacién conteniendo un
50 % de copolimero se le agrega un 5 % (referidoe al po-
1{mero) de una resina de melemina-formeldehido eterada
con isobutanol. Ie proporecidén molsr melemina. formal-
dehido asciende & 1:4 a 1:4,5.

Con este mezcla se recubren léminas de terefta-
lato de etilenglicol. Despuds de evaporar el disolven-
te se determinan los vslores de adhesidn, asimismo des—

pués de un tratemiento térmico de 10 mimutos a 120°C.
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Valores de adhesidn hsllados:

Despgés de secar Despgés de secer
a 20°C en vacfo  a 20°C 4 38 miny

tos a 120
Ensayo de lazads 550 g 400 g
Ensayo de despegado

imedigtemente 450 g 300 g

después de 3 dfas 600 g 350 g
Ensayo de cizallemien

to a 20°C 2 dfas 9 dfas

a 50°¢C 10 horas 3 dias

Ensayo comparativo 2

Se prepara un copolimero correspondiente al del
ejemplo 3, pero que no contiene ningin grupo carboxilo
¥ que se ha constituldo de 70 partes de acrilato de etil
hexilo y 30 partes de mcetato de vinilo. Su valor K es
de 57.

El disolvente, el aditivo de melamina, la elsborg
cidn y la comprobecidn corresponden al ejemplo 3.

Valores de achesién hallados:

Despgés de secar Despgés de secar

a 20°C en vecfo a 20°C 4+ 10 minp
tos a 1200C
Ensayo de lazade 500 g 350 g
Ensayo de despegado 4
inmediatamente 410 g 280 ¢
después de 3 dfas 520 g . 310 g
Ensayo de cizallamien
to a 20°C 16 horas 6 horas
a.50°C 4 minutos 4,5 minutos

Tembién equi se demuestre que por la falte de gru
pos carboxilo bejo les condiciones aplicadas no se logra

une reticulacién suficiente y por lo tento ningin eumento
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de la cohesidn.

Ejemplo 4
Un copolimero de 58 pertes de acrileto de 2-etil-

hexilo, 40 pertes de acetato de vinilo y 2 partes de dei
do ecr{lico oon un valor K de 58 ss prepara conforme al
ejemplo 5, se mezcla con un 5 % de su peso de resins de
mélemina~-formaldehido etersda y la mezcla se comprueba
como adhesivo en la forma descrite.

Valores de adhesidn medidos:

Después de secar Después de secar
a 20°C en vacfo a 20°C & 10 miny
c

tos a 120

Enssyo de lazede 30 g 300 g
Enseyo de despegado o

immediatamente 430 g 410 g

después de 3 dfas 500 g (A) 480 g (A)
Ensayo de cizsllamien
to a 209 © 6 dfas 6 dfas
a 509 5 hores 3 dfas

Ensayo comparativo 3

Un copolimero de solucidn de 60 partes de acrila-
to de 2-etilhexilo y 40 partes de acetato de vinilo con
un valor K de 57,5 se mezcla, como se ha indicado en el
ejemplo 4, con un 5 % de su peso de resina de melamins.
La mezcle de adhesivo se comprueba segin las indicacio-
nes en el ejemplo 4.

Valores de adhesidn:

Despgés de secar Después de secar

g 20°C en vecfo a 20°C 4+ 10 minu
t08 g 1209C
Ensayo de lazada 400 g 350 g
Ensayo de despegado
inmedistamente 310 g 290 g

después de 3 dafes 380 g (A) 360 g (A)
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Despuds de secar Después de secar
g 20°C en vacfo o 20°C 4+ 10 minu

tos a 120°C
Ensayo de cizallamien
to a 20°C 15 horas 18 horas
g 50°C 33 minutos 14 minutos

-~-NOTA -

Descrita suficientemente la naturslezs del inven
to, asl como la meners de realizarlo en la préctica, de
be hacerse constar que las disposiciones anteriormente
indicades, son susceptibles de modificeciones de detalle
en cuanto no alteren su principio fundemental., También
se hace constar que el invento corresponde & una Solici-
tud de Patente, presenteda en Alemanis, con feche 12 de
Julio de 1971, bajo el mimero P 21 34 688.3, acogiéndose
por lo tanto a los beneficios que conceden los Convenios
Internacionales en vigor, siendo lo gue constituye la
esencia del referido invento y por lo que se solicita
Patente de Invencidn por 20 afios en Ecpafin, sobre: PRO-
CEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE REVESTIMIENTOS AUTOADHE
SIVOS; caracterizéndose por lo siguiente:

18,- Procedimiento pars la obtencidén de revesti-
mientos automdhesivos, mediante aplicacién de delgedas
peliculas de polimeros autoadhesivos de ésteres acrili-
cos, en caso dado en mezcla con disolventes pare los po
1fmeros de acrilato, sobre las superficies de sustratos
lamineres y evaporacidén de los disolventes, en caso da~-
do empleados simultanesmente, caracterizado porque sobre
la superficie se aplican mezclas de (A) copolimeros de
(a) 0,3 a 10 % en peso de 4cidos mono- o dicarboxilicos

nonolefinicamente insaturados, con 3 & 5 dtomos de carbg

N
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no, o monémeros de vinilo conteniendo como mfnimo 1 gru

po hidroxilo con (b) haste un 99,7 % en peso de acrila-
tos de alquilo con grupos alquilo conteniendo 6 a 12 &-
tomos de carbono, (e¢) 0 & 60 % en peso de carboxilatos
monoolefinicamente inssturados, conteniendo 4 a 7 é.fomos
de carbono y (d) 0 a 10 % en peso de ulteriores monémeros
olefinicamente insatursdos; (B) 0,5 a 8 % en peso, referi
do a la cantidad de los copolimeros (A) de resinas de me

~ lemina-formeldehido; y, en caso dado, (C) disolventes

orgdnicos, en los cusles sean solubles los copolimeros
(4) y las resinaé (B); se evapora en caso dado el disol-
vente; ¥y los revestimientos se calientan durante la eva-~
poracién de los disolventes e una temperatura de 50°¢C co .
mo minimo. A

2%,~ Procedimiento para ls obtencidn de revesti-
nientos autoadhesivos, tal y como queda sustanciaslmente
deserito en la presente Memoria.

Esta Memoria consta de 20 hojas, escritas a mé-

12 JUL. 1972

Madrid | .
BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT

1. GOMEZ ACEBO Y MOYET
s s Elrmader L, Geeta Forodddez
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